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投资者关系活动

类别

特定对象调研 分析师会议

媒体采访 业绩说明会

新闻发布会 路演活动

现场参观 其他

参与单位名称

及人员姓名
投资者网上提问

时间 2026 年 3 月 19 日

地点
东方财富路演平台 （网址：https://roadshow.lvb.eastmon

ey.com/LVB/Nav/Room/em/5127317 ）

上市公司接待人员

姓名

董事长兼总经理 林永育

董事会秘书兼财务负责人 萧培君

独立董事 王肖健

保荐代表人 孔亚迪

投资者关系 何也

证券事务代表 张淑花

投资者关系活动主

要内容介绍

一、公司介绍 2025年市值管理工作情况及未来规划。

公司以《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相

关要求为核心，结合自身实际，依法依规运用投资并购、

股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份

回购等方式，提升公司价值、增强投资者信心，积极回馈

投资人。具体而言：

（1）在现金分红方面，公司自 2024年 3月上市以来

持续分红，2025 年度利润分配预案计划向全体股东每 10

股派发现金红利 3 元（含税），预计派发现金红利

https://roadshow.lvb.eastmoney.com/LVB/Nav/Room/em/5127317
https://roadshow.lvb.eastmoney.com/LVB/Nav/Room/em/5127317


125,991,116.70元（含税），占本年度归属于上市公司股

东净利润的比例为 40.86%，以实际行动回报股东信任。

（2）在股权激励方面，公司已授予 2024 年及 2025

年两次限制性股票激励计划，此举有利于留住核心骨干、

激发团队活力、强化人才优势，为公司高增长提供保障，

助力市值稳步提升、保障股东长期投资收益稳定。

（3）在信息披露方面，公司始终坚持真实、准确、

完整、及时原则，严格遵循各项法律法规及规范性文件，

2025年全年公开披露各类公告 146份，无更正、无遗漏，

保障投资者知情权。

（4）在投资并购方面，2025年公司围绕核心赛道积

极推进产业投资与并购，全年完成 4项股权投资及 1项并

购，包括专注于 AI推理算力芯片设计的元川微、聚焦 3D

感知与微光成像领域的北极芯微、专注物理空间智能与具

身智能的拓元智慧，并以 LP身份参投上海华科致芯创业

投资合伙企业（有限合伙）；8月，公司以现金方式收购

上海富芮坤微电子有限公司，已于 2025年 11月开始并表，

具体细节可参照公司披露的定期报告。展望 2026 年及后

续，公司投资并购将持续聚焦与主营业务高度协同的领

域，重点围绕连接、车载、具身智能机器人等核心赛道寻

找优质标的；同时，将加强对产业协同及供应链协同机会

的挖掘，依托未来港股上市的契机，将投资视角拓展至全

球范围，筛选具备核心技术与成长潜力的优质企业，通过

外延式增长与内生式发展协同发力，进一步完善产业布

局，拓宽成长空间。

（5）在投资者关系管理方面，公司通过互动易、投

资者热线、业绩说明会、反路演、策略会、现场调研、线

上交流等方式，主动吸引优质长期投资者，丰富股东类型，

提升机构股东持仓比例，从而降低股价波动风险、增强市



值稳定性。2025 年全年进行投资者交流约 175 场，覆盖

30余家券商、90余家机构及个人投资者，并定期发布《投

资者关系活动记录表》。同时借助财经媒体平台发布可视

化财报、一图看懂等解读内容，帮助投资者快速了解公司

业绩及业务情况。此外，公司每年年底固定举办公开的“开

发者大会”，直观展示公司的前沿业务布局和核心技术优

势，加深投资人对公司业务的理解和认可，提升公司在资

本市场的关注度。

（6）在 ESG方面，在公司上市第 2年，董事会办公

室即牵头启动 ESG相关工作，组建 ESG专项工作小组，

联动各相关部门拆解各项指标、明确责任分工，逐步完善

公司 ESG 管理体系，公司首份 ESG 报告已于 2025 年年

度报告同步披露。

公司上市两年以来，先后被纳入深证成指、创业板指、

中证 500等主流指数及中证人工智能主题指数、创业板人

工智能指数等相关行业指数，2025年 12月荣获“创业板

上市公司价值 50 强”，这是资本市场对公司的认可，也

是公司持续前进的动力。

未来，公司将始终以广大股东尤其是中小股东利益为

重，完善公司治理结构、提升规范化运作水平；持续强化

投资者关系管理，用心做好股东服务，畅通沟通渠道；同

时辅以灵活运用并购、股权激励、回购等资本市场运作工

具，助力公司价值持续提升，向市场展现星宸科技作为民

营科技上市企业，负责任、可持续成长的良好形象，用实

际行动持续为广大股东创造稳定、长期的投资回报。

二、投资者问答环节

问题 1: 未来存储涨价，对于公司来说是利是弊？对业绩

会有多大影响？



答：您好，针对 2025年下半年以来存储芯片价格暴涨、

供应紧张的行业现状，公司自 2025年 Q4起已逐步实施成本

转移，产品价格将根据上游成本变化及市场供需关系动态调

整。公司秉持长期合作伙伴理念，结合客户合作深度、未来

合作展望等因素，差异化推进涨价执行，兼顾客户利益与公

司自身盈利水平。应对本轮存储供应紧张，公司同步优化产

品与客户结构，将资源向高附加值项目集中，既有效缓解成

本压力，也进一步改善产品结构、提升公司核心价值。尤其

在智能安防市场，行业呈现“优胜劣汰”格局，低阶产品因

成本敏感逐步退出市场，中高端份额持续向头部企业集中，

公司凭借规模优势与供应链韧性，市场地位进一步巩固，有

信心在本轮供应调整中抢占先机、巩固优势。谢谢您对公司

的关注。

问题 2: 关注到公司投资元川微，未来是否继续增加持股

比例？请问公司未来是否会开发 LPU芯片？

答：您好，本次战略投资元川微，旨在构建深度共赢的

生态合作伙伴关系。双方在战略方向与技术路线上高度契合，

未来将在技术协同与资本合作层面持续深化布局。公司将充

分发挥自身供应链及产业链资源优势，与元川微实现双向赋

能：未来元川微的 AI推理芯片可与公司主控 SoC芯片级联，

形成分布式可拓展算力架构，补强公司在上百甚至上千 Top

算力芯片的布局，助力公司在具身智能、端边侧 AI等领域持

续强化竞争力，抢抓行业发展机遇。未来公司将结合市场环

境、项目进度及整体发展战略，综合评估后续投资安排。谢

谢您对公司的关注。

问题 3: 请问 2026 年研发投入是否会降低，净利率方面

是否相比 2025年会有所提高？

答：您好，2026年起公司将进入研发成果集中兑现阶段，

前期研发投入的效益将逐步释放，业务发展将从稳健增长迈



向快速增长，形成“研发投入→成果转化→效益提升→营收

增长”的正向循环。相关业绩情况请关注公司披露的定期报

告，谢谢！

问题 4: 2025 年业绩实现稳步增长，请问 2026 年有何新

的增量？

答：您好，2026年公司产品结构将全面升级至先进制程，

计划发布 1 款激光雷达芯片及 3 款 12nm 芯片，所有新品均

定位中高阶、高毛利领域，将有效拉动产品单价及毛利率持

续提升，进一步优化盈利结构。具体产品情况您可参考公司

于 3月 9日披露的《投资者关系活动记录表》相关描述。

此外，公司第一主业智能安防的行业龙头地位将进一步

巩固，海外市场布局成效持续显现，重点大客户订单稳步增

长；车载、机器人、激光雷达等新增长曲线将加速放量，推

动公司规模实现跨越式提升。外延发展方面，公司将围绕 AI

推理大算力、具身智能、智能驾驶等核心赛道，稳步推进产

业投资与并购整合，与内生增长形成高效协同，进一步拓宽

成长边界。展望未来，公司将持续提升经营质量，保持长期

稳健发展态势， 以可持续的高质量增长回报广大股东。谢谢

您对公司的关注。

问题 5: AI SOC 产品对内存依赖比较高，未来如何突破

对内存的依耐性？

答：您好，长期来看，存储芯片涨价趋势仍存在不确定

性，行业将呈现结构性分化态势，HBM 等高端存储产品因

AI需求驱动仍将震荡调整，而传统存储产品因产能倾斜减少

可能出现长期紧缺。公司将提前布局应对，后续新产品将采

用更先进、高效且具备弹性的存储技术及方案，综合考量芯

片面积、成本与灵活性，未来同时提供外挂与内嵌两种存储

方式供客户选择，有效分散供应风险、控制成本。谢谢您对

公司的关注。



问题 6: 中日关系有变坏的预期，公司部分产品和客户与

日企合作，请问对公司影响有多大？

答：您好，公司建立了多元化供应链与客户结构，不依

赖单一国家/地区或单一客户。公司将持续跟踪国际形势与政

策变动，动态评估潜在风险，及时优化业务布局与合作策略，

全力保障经营稳定，维护全体股东利益。谢谢您对公司的关

注。

问题 7: 请问激光雷达芯片参数是多少？PDE（光子探测

效率）、DCR（暗计数率）、分辨率、波长分别是多少？

答：您好，公司车规 dToF激光雷达 SPAD芯片 SS905HP

（高线数）与 SS901（低线数）形成高低搭配，最大探测距

离 300～600米，最大点云输出能力为 800万点每秒，分辨率

588*90，像素尺寸 10.08um pixel size，光子探测效率 PDE＞

30%@ 905nm，单颗芯片可实现 128/192/256/384/512 线

Lidar，多颗芯片拼接能实现 1000+线 Lidar，是市场上极具竞

争力的 Lidar SPAD SOC，感谢您的关注。

问题 8: 林总，请问公司激光雷达芯片客户有哪些？与国

内阜时科技、南京芯世界、灵明光子有何不同，可否对标索

尼和滨松？

答：您好，公司车规级 dToF激光雷达 SPAD芯片已形成

SS905HP高线数旗舰与 SS901低线数主力的双芯产品矩阵，

核心技术指标行业领先，最大探测距离 300~600米，最大点

云输出能力达 800 万点/秒，分辨率 588*90，像素尺寸 10.08

μm，光子探测效率 PDE>30%@905nm，单颗芯片可支持

128/192/256/384/512线激光雷达，多颗拼接可实现 1000+线超

高线数方案，是市场上极具竞争力的车规级 LiDAR SPAD

SoC。公司客户以头部激光雷达厂商及海内外主流车企为核

心，覆盖高线数长距主雷达与中短距补盲方案，目前已完成

多家客户对接与上车验证。公司首款主激光雷达芯片预计



2026年 Q2上车小规模量产，第二款补盲场景芯片计划 2026

年 Q4发布，2027 年起进入大规模上量阶段，目标三年内成

为全球车载激光雷达 LiDAR芯片的技术与市场龙头，相关客

户信息属于商业秘密，敬请谅解，感谢您的关注。

问题 9: 想请教各位领导，公司近期对元川微多轮增资，

投资这家 LPU 公司的战略目标是什么？未来是否有计划并

购这家公司？

答：您好，本次战略投资元川微，旨在构建深度共赢的

生态合作伙伴关系。双方在战略方向与技术路线上高度契合，

未来将在技术协同与资本合作层面持续深化布局。公司将充

分发挥自身供应链及产业链资源优势，与元川微实现双向赋

能：未来元川微的 AI推理芯片可与公司主控 SoC芯片级联，

形成分布式可拓展算力架构，补强公司在上百甚至上千 Top

算力芯片的布局，助力公司在具身智能、端边侧 AI等领域持

续强化竞争力，抢抓行业发展机遇。未来公司将结合市场环

境、项目进度及整体发展战略，综合评估后续投资安排。谢

谢您对公司的关注。

问题 10: 公司在调研会上提到：“2026 年起，公司将进

入研发成果集中兑现阶段，前期研发投入的效益将逐步释放，

业务发展将从稳健增长迈向快速增长。”请问快速增长具体化

是超 100%吗？2026有何新的业务增长点？

答：您好，公司第一主业智能安防的行业龙头地位将进

一步巩固，海外市场布局成效持续显现，重点大客户订单稳

步增长；车载、机器人、激光雷达等新增长曲线将加速放量，

推动公司规模实现跨越式提升。外延发展方面，公司将围绕

AI 推理大 算力、具身智能、智能驾驶等核心赛道，稳步推

进产业投资与并购整合，与内生增长形成高效协同，进一步

拓宽成长边界。展望未来，公司将持续提升经营质量，保持

长期稳健发展态势， 以可持续的高质量增长回报广大股东。



具体业绩情况敬请关注公司披露的定期报告。谢谢！

问题 11: 请问公司一季报预报何时发布？能否提前发布

1-2月经营数据提振一下股价？佰维存储就是这样干的。

答：您好，公司会按要求及时履行信息披露义务，敬请

关注公司后续的相关公告，感谢您的关注！

问题 12: 各位领导好，想请教林总，公司拟不超 40亿元

理财，账面上似乎“不缺钱”。但公司一边准备赴港上市，一

边有息负债规模上升（短期借款从 2025 年初 3.31 亿元升至

年末的 4.12亿元，长期借款从年初 3.73亿元升至年末的 4.33

亿元），合理性如何解释？是否有“圈钱”嫌疑？

答：您好，公司短期借款主要为短期贸易融资与流动资

金借款，长期借款以三年期以内银行信贷为主。公司开展银

行融资，核心基于经营发展与资金管理需要：一是公司业务

高速扩张，日常运营、市场拓展及研发投入带来持续增长的

营运资金需求；二是当前融资成本具备市场竞争力，合理举

债可优化资金配置、提升资金使用效率；三是通过常态化合

作进一步深化与金融机构的伙伴关系，稳固综合授信与金融

服务支持。公司启动香港上市，旨在深化全球化战略布局，

依托国际资本市场平台拓宽融资渠道、构建多元化资本运作

体系，全面增强资本实力与综合竞争力，加速海外业务布局

与市场渗透，完善境内外双向联动发展格局，巩固并提升行

业领先地位。公司依托稳健经营业绩与良好信用资质，持续

争取优惠融资条件，以高效资金管理支撑业务快速扩张，为

长期高质量发展提供坚实保障。谢谢！

风险提示

以上涉及行业预测、公司发展战略规划等相关内容，不视为

公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广

大投资者注意投资风险。

是否涉及应当披露

的重大信息
否

附件清单 无



日期 2026 年 3 月 19 日


